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%5 —% PRODUCT LIST

EHLEE
0.76 MICRO-METER 0.38 MICRO-METER 0.1 MICRO-METER GOLD PLATING
THICKNESS
R BARE = BRE R BRE =}
BLACK NATURAL(BEIGE) BLACK NATURAL(BEIGE) BLACK NATURAL(BEIGE) COLOR
208381 1513 208381 1503 208381 1515 208381 1505 208381 1517 208381 1507 15
1413 1403 1415 1405 1417 1407 14
1313 1303 1315 1305 1317 1307 13
1213 1203 1215 1205 1217 1207 12
1113 1103 1115 1105 1117 1107 11
1013 1003 1015 1005 1017 1007 10
0913 0903 0915 0905 0917 0907 9
0813 0803 0815 0805 0817 0807 8
0713 0703 0715 0705 0717 0707 7
0613 0603 0615 0605 0617 0607 6
0513 0503 0515 0505 0517 0507 5
0413 0403 0415 0405 0417 0407 4
0313 0303 0315 0305 0317 0307 3
208381 0213 208381 0203 208381 0215 208381 0205 208381 0217 208381 0207 2
i RA®SORDERNo. ] L
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